
住友化学の半導体関連事業

当社は、ファインケミカル事業で培った有機合成技術を基盤に、世界最高水準の製品設計・評価技術を確立してきました。
先端半導体の微細化に対応するフォトレジスト、超高純度ケミカルに加え、先端プロセスや後工程で求められる機能性ケミ
カルの拡充にも注力しており、半導体の製造工程において多彩かつ高品質な製品ラインアップを取りそろえています。

半導体製造工程と当社製品
半導体事業環境

シリコン半導体市場は、AI活用の拡大、さらなるIoT進展、自動運転やスマー
トモビリティの普及等により、引き続き安定的に成長し、今後さらに巨大な
市場へと発展していきます。また、3次元化などの新技術に対する要求が高
まり、材料面での技術やニーズはますます高度化・多様化していきます。

2024年度 2030年度

2024年度比

1.7倍

独自の核心技術を深化、グローバ
ル供給・開発体制を拡充

フォトレジスト
供給体制を構築しグローバルトップ
クラスの事業規模を確立

半導体用ケミカル
前工程分野での知見と独自の機能
性材料、加工技術を活かし参入

半導体後工程材料

インゴット製造

前工程

ウエハ作製

基板洗浄／薄膜形成

検査

フォトレジスト塗布／パターン形成／
洗浄／コンタクト形成

ピックアンドプレース

現像
ウエハ表面の汚れを除去し、

酸化膜を形成

エッチング

レジスト剥離／洗浄イオン注入

ウエハボンディング バックグラインド ダイシング 封止 再配線

フォトレジスト塗布

絶縁膜形成層間絶縁層形成／フォトレジスト塗布／
パターン形成／洗浄／配線形成

後工程

工程を繰り返し
回路を形成

ウエハ表面にフォトレジストを
均一に塗布

露光
フォトマスクを通して
光を照射、
回路パターンを転写

現像液で不要な部分を除去 フォトレジストのパターンに沿って
不要な部分を除去

不要になったフォトレジストを除去し、
ウエハを洗浄

イオンを打ち込み、
半導体の特性を発現

回路間の絶縁のために絶縁膜を形成

2枚のウエハを密着させて一体化 ウエハの裏面を削って薄膜化 ウエハを個々のチップに切断 切り出したチップをピックアップし、
パッケージに配置

チップを樹脂などで封止し、
外部環境から保護

パッケージ内で配線を行い、
外部端子と接続

ダイシングやエッチング工程で半導体チップを保護す
るための表面保護材料。機械的、化学的ダメージを
防ぐ優れた膜物性を備え、高い信頼性を実現。

ウエハ保護剤当社製品

スパッタリングにより薄
膜形成するための金属
材料。世界で唯一、原
料から製品までの一貫
加工で高品質を実現。

半導体回路の高密度・高集積パターンを精
密に形成する感光性樹脂。高い有機合成
技術をベースとした独自ポリマーや感光性
材料により高解像度と高品質を両立。i線か
らEUVまで幅広いラインアップを有する。

ウエハボンディング時の接着剤（グルー）を除去する
ための機能性薬液。接着剤に対する高い溶解性を持
ちながら、半導体チップへのダメージを与えない設計。

工程内クリーナー（機能性ケミカル）当社製品

アルミニウムターゲット フォトレジスト

チップレットなど先端パッケージに使用する
フォトレジスト。厚膜、高解像度、高感度 
の特徴を持つ。

後工程用フォトレジスト 当社製品

当社製品

不純物を除去し、洗浄・乾燥するための
高純度薬液。グローバル供給体制と最先
端技術（高純度化プロセス、高感度分析）
を備える。

IPA・硫酸・安水・過水（高純度ケミカル）
当社製品当社製品

ゲート配線等の形成で使用、不要な材料
を選択的に除去する機能性薬液。各材料
に対する溶解性を精密にコントロールし、
表面保護技術により高い選択性を実現。

選択エッチャント（機能性ケミカル）
当社製品

フォトレジスト
当社製品 IPA・硫酸・安水・

過水（高純度ケミカル）

当社製品

半導体市場規模推移
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1997年　
韓国子会社 
東友ファインケムにて
工場新設

1983年　
g線レジスト上市

2015年　
生産能力増強
ArFレジスト：
10年→20年 5倍

先端フォトレジストでは核心技術を深化するとともに、グローバル供給開発体制を整備していきます。

フォトレジスト

先行投資により供給体制を構築しグローバルトップクラスの事業規模を確立しています。また、先端技術に対応した高品質
製品の安定確保に向け、プロセス技術、評価・分析体制を強化しています。

半導体プロセスの大きな技術革新を背景に先端後工程市場の形成が始まる中、当社は前工程分野での知見と独自の機能
性材料、加工技術を活かし同市場への参入を図っていきます。

高純度ケミカル 半導体後工程材料

40年以上にわたり、各種光源向けに豊富なラインアップを安定供給

トップランナーとしてさらなる高機能化に寄与 日本と韓国の2拠点供給体制を確立

次世代EUVレジスト 各拠点の位置付け

市場動向

住友化学の強み

当社が世界トップクラスの技術力を有する液浸ArFレジ
ストや、高アスペクト比対応の厚膜i線レジストは、今後も
堅調な需要拡大が見込まれており、さらなる技術高度化を
進めていきます。

あわせて、独自の有機分子レジストなど次世代EUV向
け製品の開発にも注力し、先端フォトレジスト関連事業の
一層の拡大を図っていきます。

半導体の究極微細化に向けて先端フォトレジスト材料を
分子サイズで設計・量産化していきます。

また、研究開発リソースを集中投入することで、次世代
プラットフォーム開発を加速させていきます。

春日出： マザープラント、製造技術のノウハウ獲得・グローバル横展開
韓国（益山）： 韓国顧客の供給拠点、2拠点化による安定供給

1989年　
i線レジスト上市 

（量産品として世界初）

2024年　
大阪地区
研究／量産
評価棟新設

2024年
韓国 益山地区
先端フォトレジスト
新工場稼働

2025-26年　
大阪地区先端フォトレジスト
評価設備を拡充

2023年
大阪地区
先端フォトレジスト
製造ライン増設

2015年度 2024年度

2015年度比

2.5倍

2023年度 2030年度

CAGR

10.2％

EUV ArF KrF g,i線

2024年度 2030年度

■中国 ■米国 ■韓国 ■日本

■中国 ■米国 ●韓国 ●日本

次世代（高NA） 既存タイプ

プラットフォーム 有機低分子で構成 ポリマーが主成分

サイズ 低分子：＜1nm ポリマー：数nm

フォトレジスト 機能性ケミカル 高純度ケミカル

高度精製 高純度精製・微量分析

機能性分子設計 品質管理
※ppt水準の

不純物管理技術感光性材料設計 プロセス適合性

キーマテリアル
先端無機素材
高放熱フィラー（アルミナ）
超微粒加工

機能材料
機能性樹脂設計

核心技術
ディスプレイ用フィルム
ロールtoロール精密貼合・塗工
高度光学検査技術

シェア目標　先端フォトレジスト分野での数量シェア  20%

2030年度以降に半導体材料総売上の  10% を目指す

当社保有の要素技術を結集し、
開発／事業化を加速

強み メタルフリー

既存プロセスとの
高親和性

デバイス微細化・複雑化

発熱量の大幅増加・エネルギー効率化 サーマルマネジメントの重要性が増大

前工程デバイスメーカーがプロセス開発をリード

微細化達成

分子レベルで制御 高現像コントラスト設計

2009年　
大阪地区
液浸ArFレジスト
工場を新設

東友ファインケム 益山工場 Sumika Semiconductor Materials 
Texas Inc.

東友ファインケム 益山研究所

生産技術・開発増員
先端素材用クリーンルーム設置
およびプロセス検証ライン拡充決定

フォトレジスト売上高 フォトレジスト市場需要見通し

2015年度 2030年度2027年度

2015年度比

約2倍

販売計画

日本

米国韓国

中国

最先端品質対応

テキサス
2025年初 稼働開始

既存工場能力増強
新工場用地確保

常州
西安

地域別販売計画

2030年　
評価体制のさらなる拡充

主要製品の成長戦略

核心技術を深化 グローバル供給・開発体制整備 半導体の進展に応じた先端領域への先行投資を徹底
現像溶解コントラストの制御技術

材料設計および合成力
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